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EVG Announces Innovative Layer Release Technology 'NanoCleave' – September 20, 
2022 
 
G밸리뉴스 한미진 기자 = EV Group(이하 EVG)은 반도체 제조를 위한 혁신적인 레이어 릴리즈 

기술인 NanoCleave™를 출시한다고 밝혔다. 
 
 
NanoCleave 기술은 첨단 로직, 메모리, 전력 반도체 프런트 엔드 공정은 물론 첨단 반도체 패키징에 

초박형 레이어 적층을 가능하게 한다. NanoCleave는 반도체 전공정에 완벽하게 호환되는 레이어 

릴리즈 기술로서, 실리콘을 투과하는 파장대를 갖는 적외선(IR) 레이저를 사용하는 것이 특징이다. 
 
또한 특수하게 조성된 무기질 레이어와 함께 사용할 경우, 이 기술은 나노미터의 정밀도로 실리콘 

캐리어로부터 초박형 필름이나 레이어를 IR 레이저로 릴리즈 할 수 있게 해준다. 
 
아울러 NanoCleave는 몰딩과 재구성 웨이퍼를 사용하는 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징(FoWLP)이나 

3D Stacking IC(3D SIC)을 위한 인터포저 같은 첨단 패키징 공정에서 실리콘 웨이퍼 캐리어 사용을 

가능하게 한다. 



 
이뿐만 아니라, 고온 공정에도 적용이 가능해 3D IC 및 3D 순차 집적 애플리케이션에서 전혀 

새로운 공정 플로우를 가능하게 한다. 
 
관계자는 “NanoCleave 기술은 무기 릴리즈 레이어를 사용해서 실리콘 캐리어를 사용할 수 있어 

이러한 온도 한계와 유리 캐리어의 호환성 이슈를 피할 수 있다. 뿐만 아니라 IR 레이저를 사용해서 

나노미터 정밀도로 클리빙이 가능하므로 기존 공정을 변경하지 않고서 초박형 디바이스 웨이퍼를 

처리할 수 있다”고 전했다. 
 
이어 “이렇게 만들어진 초박형 디바이스 레이어를 적층하면 더 높은 대역폭의 인터커넥트를 

구현할 수 있으며, 차세대 고성능 시스템을 위한 다이를 설계 및 세분화하기 위한 새로운 기회를 

만들 수 있다”고 덧붙였다. 
 
출처 : G밸리(http://www.gvalley.co.kr) 
 
http://www.gvalley.co.kr/news/articleView.html?idxno=605918 
 
 

http://www.gvalley.co.kr/
http://www.gvalley.co.kr/news/articleView.html?idxno=605918

